114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	先進熱像晶片之模擬與製程驗證
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	軍民通用產業加值關鍵技術開發計畫(1/4)
	經費
	500仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；■學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	材電所-湯相峰/03-4712201#3570243

	執行目標
	委托學界開發先進熱像晶片之模擬與製程驗證。

	預期效益
	與國內學界合作開發先進熱像晶片之模擬與製程驗證，推動我國熱像晶片技術往更高階邁進。
與國內學界合作與國內學界合作即早投入開發先進熱像晶片模擬與微機電製程研製，以評估導入量產之時程。

	工作項目及時程
	執行內容：

以畫素間距≦12um之microbolometer感測元件設計為基礎，在元件物理模型(材料厚度與應力、響應度、各類雜訊、熱響應時間常數等)理論下，搭配微機電製程驗證，最終確認熱感測器的熱電特性。

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；□專利____件；

■研討會論文_1_篇；□研究報告____件；

□工程原型____件；□軟體____套

■其它(請說明)_製程報告_

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. Microbolometer感測元件之響應度Rv>1000 V/W
2. 熱導G<1(10-7 W/K
3. 熱時間常數(<8 ms。
2. 期中與期末報告電子檔案。

	合作對象必要之人員專長
	1.半導體製程經驗
2.元件設計模擬經驗

	合作對象必備之設施及設備
	1. 基本半導體設備(如黃光微影、鍍膜、蝕刻等)
2. 元件設計模擬軟體

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


 備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
